
Halogen-Free Solder Paste

特  長
●フラックスにハロゲン系化合物を使用しておりません。
●連続印刷時の経時変化が少なく、優れた連続印刷安定性を
示します。

●大気リフローにおいてもはんだ付性が良好です。
●鉛フリーに適合した高温プロファイルにおいても優れたはん
だ付性を示します。

FEATURES
• Does not use a halogen compound in the fluxes.

• Stable printability with little change in viscosity when 
printing continuously.

• Excellent solderability even in air reflow.

• Excellent solderability at high temperature.

鉛フリー対応

ハロゲンフリー ソルダーペースト
Lead Free

問い合わせ先 〒358-8501　埼玉県入間市狭山ヶ原16-2　TEL 04 (2934) 6131  FAX 04 (2934) 6559株式会社タムラ製作所　電子機材営業部
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ITEM項　目

JIS Z 3282 (1999)

DSC測定　DSC measurement　

レーザー解析　Laser analysis
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一般特性  General Properties

QFP端面へのぬれ上がり　Wetting of QFP lead endsSGSデータ　SGS data

N2リフロー
N2 Reflow

大気リフロー
Air Reflow

優れたぬれ性と耐熱性！
Excellent Wettability and Heat-Resistance!


